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Teknik ozellikler

Bu bdlumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
Konular:

. Kizak boyutlari

*  Kasaagirhgi

o Islemci 6zellikleri

*  Desteklenen igletim sistemleri

e Sistem pili 6zellikleri

*  Genigletme karti takma yonergeleri
e Bellek dzellikleri

e SUrlcu ozellikleri

*  Baglanti noktalar ve konektorlerin 6zellikleri
¢ Depolama 6zellikleri

*  Video ozellikleri

¢« Cevre 0zellikleri

Kizak boyutlari

< Z »
TOP VIEW X
[] SIDE VIEW : Y
Rakam 1. Kizak boyutlari
Tablo 1. PowerEdge C6525 kizaginin boyutlari
X Y z
174,4 mm (6,86 ing) 40,17mm (1,58 ing) 570,34 mm (22,45 ing)
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Kasa agirhgi

Tablo 2. Kizaklarla birlikte kasa agirhgi

Sistem Maksimum agirlik (tiim kizaklar ve siiriiciilerle)
12 x 3,5 in¢ yapilandirmasi 45,53 kg (100,37 Ib)

24 x 2,5 in¢ yapilandirmasi 41,5 kg (91,49 Ib)

Arka paneli olmayan sistem 35,15 kg (77,49 Ib)

Islemci 6zellikleri

PowerEdge C6525 kizagi, dort bagimsiz kizagin her birinde en fazla iki islemciyi destekler. Her islemci en fazla 64 gekirdek destekler.

Tablo 3. islemci 6zellikleri

Desteklenen islemci Desteklenen islemci sayisi

AMD EPYC™ 7002 ve 7003 Serisi islemci 2

Desteklenen isletim sistemleri

PowerEdge C6525 asadidaki igletim sistemlerini destekler:

Canonical Ubuntu LTS

Citrix XenServer

Microsoft Windows Server
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi

CentOS

@l NOT: Daha fazla bilgi icin www.dell.com/ossupport. adresine gidin.

Sistem pili 6zellikleri

PowerEdge C6525 kizagi, CR 2032 3,0 V lityum dugme sistem pilini destekler.

@l NOT: Her bir PowerEdge C6525 kizad Gzerinde bir pil desteklenir.

Genisletme karti takma yonergeleri

Asadidaki tablo, desteklenen genisletme kartlarini tanimlar.

Al UYARI: Tiketici Sinifi GPU, Enterprise Server iiriinlerine takilmamali ve bunlarda kullaniimamalidir.
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https://www.dell.com/support/contents/en-us/article/product-support/self-support-knowledgebase/enterprise-resource-center/server-operating-system-support

PCle yuva onceligi

Tablo 4.

Genisletme karti yiikseltici yapilandirmalari

Yiiksel |Yuva1 Yuva 2 Uzunluk Yikseklik Birincil islemci | Minimum Desteklenen
tici islemci yapilandirmalar
secene gereksinimi
kleri
Y.L'Jkselti Yilkseltici 1A YOK Yarim Uzunluk | Dastik Profil 1 1 ° 1% X 3.,.5 ing
ciA PCle Gen 4 sUricu
x 16 o 24x25in¢
sdrdcu
e 8x25ing NVMe
surdcu
o Arka yUz yok
Yilkseltici 1A | Yikseltici 2A Yarim Uzunluk | Dastik Profil Tve?2 2 . 1% X 3.,.5 ing
PCle Gen4 | PCle Gen 4 x surucu
Yukselti | x 16 16 o 24x25in¢
ci surtcd
1A+2A e 8x25ing NVMe
surdcu
e Arka yUz yok
Y.Ukselti YOK Yiikseltici 2A Yarim Uzunluk | Dastik Profil 2 2 ° 1% X 3.,.5 ing
ci 2A PCle Gen 4 x sUricu
16 o 24x25ing
surtcd
e 8x25ing NVMe
surdcu
e Arka yUz yok
Yikselti | YOK YOK Yarim Uzunluk | Dastik Profil YOK 1 o 12x35ing
ci yok strdcu
o 24x25in¢
surtcd

e 8x25ingc NVMe
surdcu
e Arka ylUz yok

Asagidaki tablo, diizgiin sogutma ve mekanik uygunluk oldugundan emin olmak amaciyla genisletme kartlarini takmak icin bir kilavuz
niteligindedir. En ylksek énceligi olan genisletme kartlari, belirtilen yuva énceligi kullanilarak ilk olarak takimalidir. Diger tUm genisletme
kartlari, kart dnceligi ve yuva 6nceligi sirasina gére takilmalidir.

Tablo 5. Yiikseltici yapilandirmalari: Yiikselticisiz - islemci 1 ve 2

Kart Tirii

Yuva Onceligi

Maksimum kart sayisi

LOM vyukseltici; 1G (Intel) (BASeT)

3

1

LOM yukseltici; 10G (Mellanox/Broadcom/ | 3
QLogic) (BASeT/SFP/SFP+)

1

LOM yukseltici; 25G (QLogic/Mellanox/ 3 1
Intel)

BOSS S1V5 (Inventec) 4 1
Kart, Ag 10G (Broadcom) (BASeT) 3 1

Tablo 6. Yiikseltici yapilandirmalari: Y

tikseltici 1A - islemci 1 ve 2

Kart tiirii

Yuva onceligi

Maksimum kart sayisi

(BASeT)

LOM yukseltici; 1G (Intel/Broadcom)

3

1

6 Teknik 6zellikler




Tablo 6. Yiikseltici yapilandirmalan: Yiikseltici 1A - islemci 1 ve 2 (devami)

Kart tirii Yuva dnceligi Maksimum kart sayisi
LOM yukseltici; 10G (Broadcom/QLogic) 3 1
(BASeT/SFP/SF+/SFP+)

LOM yukseltici; 25G (QLogic/Mellanox) 3

Kart, A§ 1G (Broadcom/Intel) 1 1
Kart, A§ 10G (Broadcom/Intel/QLogic) 1 1
Kart, Ag 10G (Broadcom) (BASeT) 3 1

Kart, Ag 25G (Broadcom/Intel/QLogic/ 1
Mellanox/SolarFlare)

Kart, Network 100G (Mellanox/Intel) 1 1
GPU: Nvidia T4 16 GB 2 1
PCle SSD (Samsung/Intel) 1 1
PERC 10: Harici Adaptor (Inventec/ 1 1
Foxconn)

HBA: Harici Adaptdr (Foxconn) 1 1
BOSS S1V5 (Inventec) 4 1
ASSY, CRD, CTL, H750, ADPT, 250MM 1 1
(Broadcom)

ASSY, CRD, CTL, H350, ADPT (Broadcom) |1

ASSY, CRD, CTL, H750, ADPT (Broadcom) |1

Tablo 7. Yiikseltici yapilandirmalari: Yiikseltici 1A + Yiikseltici 2A - islemci 2

Kart tirii Yuva dnceligi Maksimum kart sayisi
LOM yukseltici; 1G (Intel/Broadcom) 3 1
(BASeT)

LOM yukseltici; 10G (Broadcom/QLogic) 3
(BASeT/SFP/SF+/SFP+)

LOM vyUkseltici; 25G (/QLogic/Mellanox) 3

Kart, A§ 1G (Broadcom/Intel) 1,2 2
Kart, Ag 10G (Broadcom/Intel/QLogic) 1,2 2
Kart, A 10G (Broadcom) (BASeT) 3 1
Kart, A§ 25G (Broadcom/Intel/QLogic/ 1,2 2
Mellanox/SolarFlare)

Kart, Network 100G (Mellanox/Intel) 1,2 2
GPU: Nvidia T4 16 GB 2 1
PCle SSD (Samsung/Intel) 1,2 2
PERC 10: Harici Adaptér (Inventec/ 1 1
Foxconn)

HBA: Harici Adaptér (Foxconn) 1 1
BOSS S1V5 (Inventec) 4 1
ASSY, CRD, CTL, H750, ADPT, 250MM 1 1
(Broadcom)

Teknik 6zellikler
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Tablo 7. Yiikseltici yapilandirmalar:: Yiikseltici 1A + Yiikseltici 2A - islemci 2 (devami)

Kart tiirii

Yuva énceligi

Maksimum kart sayisi

ASSY, CRD, CTL, H350, ADPT (Broadcom)

1

1

ASSY, CRD, CTL, H750, ADPT (Broadcom)

1

1

Tablo 8. Yiikseltici yapilandirmalari: Y

likseltici 2A + islemci 2

Kart tiirii

Yuva o6nceligi

Maksimum kart sayisi

LOM vyUkseltici; 1G (Intel/Broadcom)
(BASeT)

3

1

LOM yukseltici; 10G (Broadcom/QLogic)
(BASeT/SFP/SF+/SFP+)

LOM yukseltici; 25G (QLogic/Mellanox)

Kart, A§ 1G (Broadcom/Intel)

Kart, Ag 10G (Broadcom/Intel/QLogic)

Kart, A 10G (Broadcom) (BASeT)

Kart, Ag 25G (Broadcom/Intel/QLogic/
Mellanox/SolarFlare)

N NI NN W

Kart, Network 100G (Mellanox/Intel)

GPU: Nvidia T4 16 GB

PCle SSD (Samsung/Intel)

BOSS S1V5 (Inventec)

DN NN

Bellek ozellikleri

Tablo 9. Bellek 6zellikleri

Bellek modiilii DIMM

DIMM tipi derecesi

soketler

DIMM
kapasitesi

Tek islemci

Cift islemciler

Minimum
RAM

Maksimum
RAM

Minimum
RAM

Maksimum
RAM

LRDIMM

Sekiz agamali

128 GB

128 GB

1024 GB 256 GB 2048 GB

Tek asamali 8 GB

8 GB

64 GB 16 GB 128 GB

on alti adet 288
pimli RDIMM

Cift asamall

16 GB

16 GB

128 GB 32 GB 256 GB

32 GB

32 GB

256 GB 64 GB 512 GB

64 GB

64 GB

512 GB 128 GB 1024 GB

Surucu ozellikleri

PowerEdge C6525 kizagdi, SAS ve SATA sabit strtcdleri ve Kati Hal Strticlleri (SSD) destekler.

Tablo 10. PowerEdge C6525 kizagi icin desteklenen siiriicii secenekleri

Kizaktaki maksimum siiriicii sayisi

Kizak basina atanan maksimum siiriicii sayisi

12 x 3,5 ing strtcy sistemleri

Kizak basina U¢ adet SAS veya SATA sabit strticti ve SSD

24 x 2,5 ing NVMe olmayan slrlci
yapllandirmasi

Kizak bagsina alti adet SAS veya SATA sabit striict ve SSD

8 Teknik 6zellikler




Tablo 10. PowerEdge C6525 kizagi icin desteklenen siiriicii secenekleri (devami)

Kizaktaki maksimum siiriicii sayisi

Kizak basina atanan maksimum siiriicii sayisi

8 x 2,5 ing NVMe surtcl yapilandirmasi
(kizak basina 2 NVMe surtcl / kasa
basina 8 NVMe surlct)

NVMe arka paneli agsagidaki iki yapilandirmadan birini destekler:
e Kizak basina iki adet NVMe siirlicU ve dort adet SAS veya SATA sabiti strtict ve SSD

@l NOT: NVMe surtculeri PCle Gen3 hiziyla sinirlidir.
e Kizak basina alti adet SAS veya SATA sabit strticl ve SSD

M.2 SATA sUrUcu (istege bagl)

M.2 SATA kartinin desteklenen kapasitesi 480 GB'a kadardir
@l NOT: M.2 SATA karti M.2 yUkselticisine veya BOSS kartina takilabilir

Onyiikleme icin Mikro SD Kart (istege
bagl) (en fazla 64 GB)

YUkseltici 1A’da bir adet

Baglanti noktalari ve konektorlerin ozellikleri

USB baglanti noktalarinin 6zellikleri

Tablo 11. PowerEdge C6525 kizagi USB baglanti noktasi 6zellikleri

Arka panel

Bir adet USB 3.0 uyumlu baglanti noktasi

DisplayPort ozellikleri

PowerEdge C6525 kizagi bir adet Mini DisplayPort destekler.

NIC baglanti noktalarinin 6zellikleri

PowerEdge C6525 kizagi, kizagin arkasinda bulunan bir adet 10/100/1000 Mbps AJ Araytzi Denetleyicisi (NIC) baglanti noktasini

destekler.

iIDRAC9 baglanti noktasi 6zellikleri

PowerEdge C6525 kizadi sistemin arka tarafinda bulunan bir adet iDRAC9 dogrudan baglanti noktasini destekler.

Depolama ozellikleri

PowerEdge C6525 kazigi M.2 SATA surtculerle RAID segeneklerini destekler.

Tablo 12. Desteklenen M.2 SATA siiriiciilerle RAID secenekleri

Donanimsal RAID olmadan cift M.2

Secenekler RAID olmadan tek M.2 SATA siiriicii

SATA siiriiciiler
Donanimsal RAID Hayir Evet
RAID modu Yok RAID 1
Desteklenen strlcl sayisi 1 2
Desteklenen CPU’lar CPU1 CPU1

@l NOT: RAID segenekleri yalnizca iki adet M.2 SATA sUrlctsunu destekleyen BOSS kartlari Gzerinde desteklenir.

Teknik 6zellikler




Video ozellikleri

PowerEdge C6525 kizagi 16 MB RAM'e sahip Matrox G200 timlesik grafik kartini destekler.

Tablo 13. Desteklenen video coziiniirliigii secenekleri

Resolution (Coéziiniirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1024 x 768 60 24'e kadar
1280 x 800 60 24'e kadar
1280 x 1024 60 24'e kadar
1360 x 768 60 24'e kadar
1440 x 900 60 24'e kadar
1600 x 900 60 24'e kadar
1600 x 1200 60 24'e kadar
1680 x 1050 60 24'e kadar
1920 x 1080 60 24'e kadar
1920 x 1200 60 24'e kadar

Cevre ozellikleri

Asagidaki bolumler, sistemin cevresel dzellikleri hakkinda bilgi icermektedir.

®

NOT: Cevre sertifikalarl hakkinda ek bilgi icin www.dell.com/poweredgemanuals adresinde bulunan Kilavuzlar ve Belgelerde Uriiniin
Gevresel Veri Sayfasina bakin..

Standart calisma sicakligi teknik ozellikleri

@ NOT:

1. Mevcut degil: Yapilandirmanin Dell EMC tarafindan sunulmadigini gosterir.
2. Desteklenmiyor: Yapilandirmanin termal olarak desteklenmedigini gosterir.

@ NOT: Ortam sicakligi bu tablolarda listelenen maksimum strekli calisma sicakligina esit veya bu sicakliktan daha azsa DIMM’ler, iletisim
kartlari, M.2 SATA ve PERC kartlar dahil olmak tzere tiim bilesenler yeterli termal marj ile desteklenebilir.

@ NOT: Bazi sistem donanim yapilandirmalari, daha disik bir Gst sicaklik sinirt gerektirir. Calisma sicaklgi gereksinimi hakkinda daha fazla
bilgi icin teknik destege bagvurun.

Tablo 14. Standart calisma sicakligi teknik 6zellikleri

Standart calisma sicakhigi izin Verilen Calisma

Sicaklik Araliklari (Yiikseklik <900 metre Platform dogrudan glines 1sigina maruz kalmadan, 5 ila 40°C (41 ila 104°F) arasinda

veya 2953 fit
y ) Gezinim Sinirh Calisma

5- ila 35°C arasinda (41ila 95 ©F) Surekli Calisma 35 ila 40°C arasinda (95 ila 104°F)
%10 Yillik Calisma Zamani

Nem Yiizdesi Araliklar -12°C minimum ¢iy noktasina sahip %8 RH'den, 24°C (75,2°F) maksimum ¢iy
noktasina sahip %85 RH'ye

Calisma Yiiksekligi Oran1 Azalmasi Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/175 metre (1,8°F/574 fit) duser

@l NOT: Bazi yapilandirmalar daha diistk bir ortam sicakli§ gerektirir.

10 Teknik 6zellikler
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Asagidaki tablolarda, sistemde yapilandirimis CPU'ya badli olarak ortam sicakliginin temel kisitlamalari listelenir. Asagida verilen tUm giris
sicakliklari strekli santigrat derece cinsindendir.

Tablo 15. Hava sogutmali - 2,5 in¢c dogrudan / 2,5 in¢c NVMe siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin
maksimum siirekli calisma sicakhgi

CPU TDP Cekirdekler |24 x siiriicii 16 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii BP yok

7513 200 32 20 20 25 25 30

7443 200 24 20 20 25 25 30

7413 180 24 20 20 25 25 30 (-2)

7313 155 16 25 25 25 25 30

7662 225 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7713 225 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7543 225 32 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7763 280 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez
7H12 280 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez
7742 225 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7642 225 48 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7542 225 32 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7702 200 64 20 20 25 25 30

7552 200 48 20 20 25 25 30

7532 200 32 20 20 25 25 30

7502 180 32 20 20 25 25 30

7402 180 24 20 20 25 25 30

7452 155 32 25 25 25 25 30

7352 155 24 25 25 25 25 30

7302 155 16 25 25 25 25 30

7262 155 8 25 25 25 25 30

7282 120 16 30 30 30 35 35

7272 120 12 30 30 30 35 35

7252 120 8 30 30 30 35 35

7F72 240 24 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7F52 240 16 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez
7F32 180 8 20 20 25 25 30

@ NOT: Termal kdse kasasl, sistemin CPU yogun is yUklerinde calistigi durumlarda kullanilir. Yukaridaki tablodaki (-2) termal kose

kasasindaki termal etkiyi temsil eder.

@ NOT: H745, CPU TDP = 180 Watt i¢in desteklenmez.

@ NOT:

e 85C Optik Alici-verici OCP kartlar igin gereklidir.

128 GB LRDIMM ve GPU yapilandirmasi igin ek termal kisitlamalar gereklidir.

Teknik 6zellikler
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Tablo 16. Hava sogutmali - 3,5 in¢c Dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin maksimum siirekli

calisma sicakhgi

CPU TDP Cekirdekler 12 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii
7913 200 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7443 200 24 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7413 180 24 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7313 155 16 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7662 225 64 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7713 225 64 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7543 225 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7763 280 64 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7H12 280 64 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7742 225 64 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7642 225 48 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7542 225 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7702 200 64 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7552 200 48 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7532 200 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7502 180 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7402 180 24 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7452 155 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7352 155 24 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7302 155 16 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7262 155 8 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7282 120 16 20 20 20

7272 120 12 20 20 20

7252 120 8 20 20 20

7F72 240 24 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7F52 240 16 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7F32 180 8 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez

@ NOT:

85C Optik Alici-verici OCP kartlar icin gereklidir
128 GB LRDIMM ve GPU yapilandirmasi igin ek termal kisitlamalar gereklidir

Tablo 17. Sivi sogutmali - 2,5 inc dogrudan / 2,5 inc NVMe siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin
maksimum siirekli calisma sicakhgi

CPU TDP Cekirdekler 24 x siiriict 16 x siiriicii 8 x siiriicli 4 x siiriicii BP yok
7513 200 32 35 35 35 35 35
7443 200 24 35 35 35 35 35
7113 180 24 35 35 35 35 35
7313 165 16 35 35 35 35 35

12
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Tablo 17. Sivi sogutmal - 2,5 inc dogrudan / 2,5 inc NVMe siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin
maksimum siirekli calisma sicakhg: (devami)

CPU TDP Cekirdekler 24 x siiriicii 16 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii BP yok
7662 225 64 35 35 35 35 35
7713 225 64 35 35 35 35 35
7543 225 32 35 35 35 35 35
7763 280 64 35 35 35 35 35
7H12 280 64 35 35 35 35 35
7742 225 64 35 35 35 35 35
7642 225 48 35 35 35 35 35
7542 225 32 35 35 35 35 35
7702 200 64 35 35 35 35 35
7552 200 48 35 35 35 35 35
7532 200 32 35 35 35 35 35
7502 180 32 35 35 35 35 35
7402 180 24 35 35 35 35 35
7452 155 32 35 35 35 35 35
7352 155 24 35 35 35 35 35
7302 155 16 35 35 35 35 35
7262 155 8 35 35 35 35 35
7282 120 16 35 35 35 35 35
7272 120 12 35 35 35 35 35
7252 120 8 35 35 35 35 35
7F72 240 24 35 35 35 35 35
7F52 240 16 35 35 35 35 35
7F32 180 8 35 35 35 35 35

Tablo 18. Sivi sogutmal - 3,5 in¢c Dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin maksimum siirekli

calisma sicakhgi

CPU TDP Cekirdekler 12 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii
7513 200 32 35 35 35
7443 200 24 35 35 35
7413 180 24 35 35 35
7313 155 16 35 35 35
7662 225 64 35 35 35
7713 225 64 35 35 35
7543 225 32 35 35 35
7763 280 64 35 35 35
7H12 280 64 35 35 35
7742 225 64 35 35 35
7642 225 48 35 35 35

Teknik 6zellikler
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Tablo 18. Sivi sogutmali - 3,5 in¢ Dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin maksimum siirekli

calisma sicakligi (devami)

CPU TDP Cekirdekler 12 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii
7542 225 32 35 35 35
7702 200 64 35 35 35
7552 200 48 35 35 35
7532 200 32 35 35 35
7502 180 32 35 35 35
7402 180 24 35 35 35
7452 155 32 35 35 35
7352 155 24 35 35 35
7302 155 16 35 35 35
7262 155 8 35 35 35
7282 120 16 35 35 35
7272 120 12 35 35 35
7252 120 8 35 35 35
7F72 240 24 35 35 35
7F52 240 16 35 35 35
7F32 180 8 35 35 35

@l NOT: 128 GB LRDIMM ve GPU yapilandirmasi i¢in ek termal kisitlamalar gereklidir

Tablo 19. Hava Sogutmali - 2,5 in¢ dogrudan / 2,5 in¢ NVMe siiriicii yapilandirmasina sahip tek islemci i¢in
maksimum siirekli calisma sicakhgi

CPU TDP Cekirdekler 24 x siiriicii 16 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii BP yok
7713P 225 64 30 30 30 35 35

7513 200 32 35 35 35 35 35

7543P 225 32 30 30 30 35 35

7443 200 24 35 35 35 35 35

7443P 200 24 35 35 35 35 35

7313P 155 16 35 35 35 35 35

7413 180 24 35 35 35 35 35

7313 155 16 35 35 35 35 35

7662 225 64 30 30 30 35 35

7713 225 64 30 30 30 35 35

7543 225 32 30 30 30 35 35

7763 280 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez
7H12 280 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez
7742 225 64 30 30 30 35 35

7642 225 48 30 30 30 35 35

7542 225 32 30 30 30 35 35
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Tablo 19. Hava Sogutmali - 2,5 in¢ dogrudan / 2,5 in¢ NVMe siiriicii yapilandirmasina sahip tek islemci icin
maksimum siirekli calisma sicakhg: (devami)

CPU TDP Cekirdekler 24 x siiriicii 16 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii BP yok
7702 200 64 35 35 35 35 35
7702P 200 64 35 35 35 35 35
7552 200 48 35 35 35 35 35
7532 200 32 35 35 35 35 35
7502 180 32 35 35 35 35 35
7502P 180 32 35 35 35 35 35
7402 180 24 35 35 35 35 35
7402P 180 24 35 35 35 35 35
7452 155 32 35 35 35 35 35
7352 155 24 35 35 35 35 35
7302 155 16 35 35 35 35 35
7302P 155 16 35 35 35 35 35
7262 155 8 35 35 35 35 35
7282 120 16 35 35 35 35 35
7272 120 12 35 35 35 35 35
7252 120 8 35 35 35 35 35
7232P 120 12 35 35 35 35 35
7F72 240 24 30 30 30 35 35
7F52 240 16 30 30 30 35 35
7F32 180 8 35 35 35 35 35

@l NOT: 128 GB LRDIMM ve GPU yapilandirmasi igin ek termal kisitlamalar gereklidir

Tablo 20. Hava Sogutmali - 3,5 in¢c Dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip tek islemci icin maksimum siirekli

calisma sicakhgi

CPU TDP Cekirdekler 12 x siriicli 8 x siiriicli 4 x siiriicli
7713P 225 64 20 25 25

7513 200 32 25 35 35

7543P 225 32 20 25 25

7443 200 24 25 35 35

7443P 200 24 25 35 35

7313P 155 16 30 35 35

7413 180 24 25 35 35

7313 155 16 30 35 35

7662 225 64 20 25 25

7713 225 64 20 25 25

7543 225 32 20 25 25

7763 280 64 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez

Teknik 6zellikler
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Tablo 20. Hava Sogutmali - 3,5 in¢c Dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip tek islemci icin maksimum siirekli
calisma sicakligi (devami)

CPU TDP Cekirdekler 12 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii
7H12 280 64 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
7742 225 64 20 25 25
7642 225 48 20 25 25
7542 225 32 20 25 25
7702 200 64 25 35 35
7702P 200 64 25 35 35
7552 200 48 25 35 35
7532 200 32 25 35 35
7502 180 32 25 35 35
7502P 180 32 25 35 35
7402 180 24 25 35 35
7402P 180 24 25 35 35
7452 155 32 30 35 35
7352 155 24 30 35 35
7302 155 16 30 35 35
7302P 155 16 30 35 35
7262 155 8 30 35 35
7282 120 16 35 35 35
7272 120 12 35 35 35
7252 120 8 35 35 35
7232P 120 12 35 35 35
7F72 240 24 20 25 25
7F52 240 16 20 25 25
7F32 180 8 25 35 35

280W CPU icin diger termal kisitlamalar

128 GB LRDIMM Desteklenmez.

GPU ile etkinlestiriimis 280W CPU'yu sinirlar.
PSU yedekli modunu desteklemez (1+1).
PSU Yedekli Olmayan modun (2+0) yapilandirma modunu destekler.

T4 GPU karti kisitlamalari

Tablo 21. Hava sogutmali - 2,5 in¢ dogrudan / 2,5 in¢ NVMe siiriicii yapilandirmasinda 1 adet T4 GPU kartina
sahip cift islemci icin maksimum siirekli calisma sicakhgi

CPU TDP Cekirdekler |24 x siirlicii | 16 x siiriici 8 x siirlicu 4 x siirlicu BP yok
7513 200 32 Desteklenmez 25
7443 200 24 Desteklenmez 25
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Tablo 21. Hava sogutmali - 2,5 in¢c dogrudan / 2,5 inc NVMe siiriicii yapilandirmasinda 1 adet T4 GPU kartina

sahip cift islemci icin maksimum siirekli calisma sicakligi (devami)

CPU TDP Cekirdekler |24 x siriici |16 x siiriici |8 x striici |4 x siiriicii BP yok
7413 180 24 Desteklenmez 25
7313 155 16 Desteklenmez 25
7662 225 64 Desteklenmez

7713 225 64 Desteklenmez

79543 225 32 Desteklenmez

7763 280 64 Desteklenmez

7H12 280 64 Desteklenmez

7F72 240 24 Desteklenmez

7F52 240 16 Desteklenmez

7742 225 64

7642 225 48 Desteklenmez

7542 225 32

7702 200 64 25
7552 200 48 25
7532 200 32 25
7502 180 32 Desteklenmez 25
7402 180 24 25
7F32 180 8 25
7452 155 32 25
7352 155 24 25
7302 155 16 Desteklenmez 25
7262 155 8 25
7282 120 16 25 25 30
7272 120 12 Desteklenmez 25 25 30
7252 120 8 25 25 30

@ NOT:

3,5 ing kasa (Hava sogutmall) GPU kartini desteklemez.
128 GB LRDIMM Desteklenmez.
1 adet GPU karti + OCP karti desteklenir. Yuva 2, T4 GPU'nun ik dnceligidir.
1adet GPU karti + PCle karti desteklenir. Yuva 2, T4 GPU'nun ilk dnceligidir.

Tablo 22. Su sogutmali - 2,5 in¢c dogrudan / 2,5 inc NVMe siiriicii yapilandirmasinda 1 adet T4 GPU kartina sahip
cift islemci icin maksimum siirekli calisma sicakligi

CPU TDP Cekirdekler |24 x siiriicii 16 x siiriicii 8 x siiriicli 4 x siiriicii BP yok
7513 200 32 30 30 30 30 30
7443 200 24 30 30 30 30 30
7413 180 24 30 30 30 30 30
7313 155 16 30 30 30 30 30

Teknik 6zellikler
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Tablo 22. Su sogutmali - 2,5 inc dogrudan / 2,5 inc NVMe siiriicii yapilandirmasinda 1 adet T4 GPU kartina sahip

cift islemci icin maksimum siirekli calisma sicakligi (devami)

CPU TDP Cekirdekler 24 x siiriicii 16 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii BP yok
7662 225 64 30 30 30 30 30
7713 225 64 30 30 30 30 30
7543 225 32 30 30 30 30 30
7763 280 64 30 30 30 30 30
7H12 280 64 30 30 30 30 30
7F72 240 24 30 30 30 30 30
7F52 240 16 30 30 30 30 30
7742 225 64 30 30 30 30 30
7642 225 48 30 30 30 30 30
7542 225 32 30 30 30 30 30
7702 200 64 30 30 30 30 30
7532 200 32 30 30 30 30 30
7502 180 32 30 30 30 30 30
7402 180 24 30 30 30 30 30
7F32 180 8 30 30 30 30 30
7452 155 32 30 30 30 30 30
7352 155 24 30 30 30 30 30
7302 155 16 30 30 30 30 30
7262 155 8 30 30 30 30 30
7282 120 16 30 30 30 30 30
7272 120 12 30 30 30 30 30
7252 120 8 30 30 30 30 30
@ NOT:

e 128 GB LRDIMM desteklenmez.
e 3,5inc kasa desteklenmez

Tablo 23. Hava sogutmali - 2,5 in¢ dogrudan / 2,5 in¢ NVMe siiriicii yapilandirmasinda 1 adet T4 GPU kartina
sahip tek islemci icin maksimum siirekli calisma sicakligi

CPU TDP Cekirdekler 24 x siiriici 16 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii BP yok
7713P 225 64 20 20 20 20 25
7513 200 32 20 25 25 25 30
7543P 225 32 20 20 20 20 25
7443 200 24 20 25 25 25 30
7443pP 200 24 20 25 25 25 30
7313P 155 16 20 25 25 25 35
7413 180 24 20 25 25 25 30
7313 155 16 20 25 25 25 35
7662 225 64 20 20 20 20 25
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Tablo 23. Hava sogutmali - 2,5 inc dogrudan 7/ 2,5 inc NVMe siiriicii yapilandirmasinda 1 adet T4 GPU kartina
sahip tek islemci icin maksimum siirekli calisma sicakhgi (devami)

CPU TDP Cekirdekler 24 x siiriicii 16 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii BP yok
7713 225 64 20 20 20 20 25
7543 225 32 20 20 20 20 25
7763 280 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez
7H12 280 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez
7F72 240 24 20 20 20 20 25
7F52 240 16 20 20 20 20 25
7742 225 64 20 20 20 20 25
7642 225 48 20 20 20 20 25
7542 225 32 20 20 20 20 25
7702 200 64 20 25 25 25 30
7702P 200 64 20 25 25 25 30
7532 200 32 20 25 25 25 30
7502 180 32 20 25 25 25 30
7502P 180 32 20 25 25 25 30
7402 180 24 20 25 25 25 30
7402P 180 24 20 25 25 25 30
7452 155 32 20 25 25 25 35
7352 155 24 20 25 25 25 35
7302 155 16 20 25 25 25 35
7302P 155 16 20 25 25 25 35
7262 155 8 20 25 25 25 35
7282 120 16 25 25 25 30 35
7272 120 12 25 25 25 30 35
7252 120 8 25 25 25 30 35
7232P 120 12 25 25 25 30 35

@ NOT:

e 3,5ing kasa (Hava sogutmal) GPU kartini desteklemez.
128 GB LRDIMM Desteklenmez.

OCP karti desteklenir.

Tablo 24. Hava sogutmali - 2,5 inc dogrudan /7 2,5 inc NVMe siiriicii yapilandirmasinda 128 GB LRDIMM iceren
cift islemci icin maksimum siirekli calisma sicakligi

CPU TDP Cekirdekler 24 x siriici 16 x siiriicii 8 x siriicii 4 x siirucii BP yok
7513 200 32 20 20 25 25 25
7443 200 24 20 20 25 25 25
7413 180 24 20 20 25 25 25
7313 155 16 20 20 25 25 30
7662 225 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

Teknik 6zellikler
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Tablo 24. Hava sogutmali - 2,5 in¢ dogrudan / 2,5 inc NVMe siiriicii yapilandirmasinda 128 GB LRDIMM iceren
cift islemci icin maksimum siirekli calisma sicakligi (devami)

CPU TDP Cekirdekler 24 x siiriicii 16 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii BP yok

7713 225 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7543 225 32 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7763 280 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez
7H12 280 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez
7742 225 64 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7642 225 48 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7542 225 32 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7702 200 64 20 20 25 25 25

7532 200 32 20 20 25 25 25

7502 180 32 20 20 25 25 25

7402 180 24 20 20 25 25 25

7452 155 32 20 20 25 25 30

7352 155 24 20 20 25 25 30

7302 155 16 20 20 25 25 30

7262 155 8 20 20 25 25 30

7F72 240 24 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |20

7F52 240 16 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez
7282 120 16 20 20 25 30 30

7272 120 12 20 20 25 30 30

7252 120 8 20 20 25 30 30

@l NOT: H745, CPU TDP = 180 Watt i¢in desteklenmez.

@ NOT:

e 128 GB LRDIMM, 3,5 ing kasada Desteklenmez.
e T4 GPU karti, 128 GB LRDIMM ile Desteklenmez.

Tablo 25. Sivi sogutmali - 2,5 in¢ dogrudan / 2,5 inc NVMe siiriicii yapilandirmasinda 128 GB LRDIMM iceren c¢ift
islemci icin maksimum siirekli calisma sicakhgi

CPU TDP Cekirdekler |24 x siiriicii 16 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siirtici BP yok
7513 200 32 30 30 30 30 30
7443 200 24 30 30 30 30 30
7413 180 24 30 30 30 30 30
7313 155 16 30 30 30 30 30
7662 225 64 30 30 30 30 30
7713 225 64 30 30 30 30 30
7543 225 32 30 30 30 30 30
7763 280 64 30 30 30 30 30
7H12 280 64 30 30 30 30 30
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Tablo 25. Sivi sogutmal - 2,5 inc dogrudan / 2,5 inc NVMe siiriicii yapilandirmasinda 128 GB LRDIMM iceren cift

islemci icin maksimum siirekli calisma sicakhgi (devami)

CPU TDP Cekirdekler |24 x siiriicii 16 x siiriicii 8 x siiriicii 4 x siiriicii BP yok
7F72 240 24 30 30 30 30 30
7F52 240 16 30 30 30 30 30
7742 225 64 30 30 30 30 30
7642 225 48 30 30 30 30 30
7542 225 32 30 30 30 30 30
7702 200 64 30 30 30 30 30
7532 200 32 30 30 30 30 30
7502 180 32 30 30 30 30 30
7402 180 24 30 30 30 30 30
7F32 180 8 30 30 30 30 30
7452 155 32 30 30 30 30 30
7352 155 24 30 30 30 30 30
7302 155 16 30 30 30 30 30
7262 155 8 30 30 30 30 30
7282 120 16 30 30 30 30 30
7272 120 12 30 30 30 30 30
7252 120 8 30 30 30 30 30
@ NOT:

e T4 GPU kart, 128 GB LRDIMM ile desteklenmez.
e 128 GB LRDIMM, 3,5 in¢ kasada desteklenmez.

Genisletilmis calisma sicakligi 6zellikleri

Tablo 26. Genisletilmis calisma sicakligi

Genisletilmis calisma sicakhgi

izin Verilen Calisma

Sicaklik Araliklari (Yiikseklik <900 metre
veya 2953 fit)

Platform dogrudan guines 1sigina maruz kalmadan, 5 ila 45°C (41ila 113°F) arasinda

Gezinim Sinirh Calisma

5 ila 35°C (41ila 95°F) Stirekli Calisma 35 ila 40°C (95 ila 104°F)%/10 Yillk Calisma

Zamani 40 ila 45°C (104 ila 113°F) %1 Yilik Calisma Zamani

Nem Yiizdesi Araliklari

-12°C minimum ¢iy noktasi ile %8 RH'den 24°C (75,2°F) maksimum ¢iy noktasi ile %90

RH've

Calisma Yiiksekligi Orani Azalmasi

Maksimum sicaklik 900 metre (2.953 fit) Gzerinde 1°C/125 metre (1,8°F/410 fit) dlser

@l NOT: Genigletiimis galisma sicakli§i aralidinda galistirildiginda, sistem performansi etkilenebilir.

@l NOT: Genigletiimis sicaklik araliginda calistirldiginda, ortam sicakligi uyarilan Sistem Olay GUnlugu'nde raporlanabilir.

Teknik 6zellikler
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Partikul ve gaz kirliligi teknik ozellikleri

Tablo 27. Partikiil kirliligi teknik degerleri

Partikiil kontaminasyonu | Ozellikler

Hava filtreleme %95 Ust guvenlik siniryla ISO 14644-1 uyarinca ISO Sinif 8 ile tanimlanan veri merkezi hava filtrasyonu.

®

NOT: Bu durum yalnizca veri merkezi ortamlari igin gegerlidir. Hava filtreleme gereksinimleri, veri merkezi diginda kullanim igin
tasarlanmig BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar icin gecerli degildir.

@l NOT: Veri merkezine giren havanin MERV11 veya MERV13 filtrelemesi olmalidir.

iletken toz Havada iletken toz, ginko teller veya diger iletken pargaciklar bulunmamalidir.

@l NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar igin gegerlidir.

Agindirici toz Havada agindirict toz bulunmamalidir.

Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi %60 bagil nemden az olmalidir.

@l NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar i¢in gecerlidir.

Tablo 28. Gaz kirliligi teknik degerleri

Gaz icerikli kirlenme Ozellikler

Bakir parga asinma orani <ANSI/ISA71.04-2013 ile tanimlanan bicimde Sinif G1 basina ayda 300 A

GUmUs parca asinma orani <ANSI/ISA71.04-2013 ile tanimlanan bicimde Sinif G1 basina ayda 200 A

@l NOT: Maksimum agindirici kirletici dizeyleri <%50 bagil nemde élgUlmastur.

Bagil nem ozellikleri

Tablo 29. Bagil nem 6zellikleri

Bagil nem izin Verilen Calisma

Sicaklik Araliklari (Yiikseklik <900 metre Platform dogrudan guines isigina maruz kalmadan, 10 ila 35°C (50 ila 95°F) arasinda
veya 2953 fit)

Nem Yiizdesi Araliklari -12°C minimum ¢iy noktasi ile %8 RH’den 21°C (69,8°F) maksimum ¢iy noktasi ile
%80 RH'ye

Calisma Yiiksekligi Oran1 Azalmasi Maksimum sicaklik 900 metre (2.953 fit) tzerinde 1°C/300 metre (1,8°F/984 fit)
duser

Maksimum titresim ozellikleri

Tablo 30. Maksimum titresim 6zellikleri

Maksimum titresim Ozellikler
Calisma 5 Hz - 350 Hz degerlerinde 0,26 Grms (tim calisma yonelimlerinde).
Depolama 10 Hz - 500 Hz degerlerinde 15 dakika igin 1,88 Grms (alti kenarin timu test edilmistir).
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Maksimum sarsinti ozellikleri

Tablo 31. Maksimum sarsinti 6zellikleri

Maksimum sarsinti Ozellikler

Calisma 11 ms'ye kadar pozitif ve negatif x, y, z eksenlerinde gergeklestirilen 6 G siddetinde alti art arda sarsinti
darbesi (sistemin her tarafina dort darbe).

Depolama 2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her tarafinda tek darbe) art arda
verilen alti sarsinti darbesi.

Maksimum yukseklik ozellikleri

Tablo 32. Maksimum yiikseklik 6zellikleri

Maksimum irtifa

izin Verilen Calisma

Maksimum Sicaklik Gradyani (¢calisan ve
calisir durumda olmayanlar icin gecerlidir)

Bant donanimi i¢in bir saatte 20°C (bir saatte 36°F) ve 15 dakikada 5°C (15
dakikada 9°F),bir saatte 5°C, (bir saatte 9°F)

Calisma Disi Sicaklik Sinirlari

-40 ila 65°C arasinda (-40 ila 149°F)

Calisma Disi Nem Sinirlar

27°C (80,6°F) maksimum ¢iy noktasinda %5 ila %95 RH arasinda. Atmosfer daima
yogusmasiz olmalidir.

Maksimum Calisma Disi Yiikseklik

12.000 metre (39.370 fit)

Maksimum Calisma Yiksekligi

3.048 metre (10.000 fit)

Calisma sicakhigini azaltma teknik 6zellikleri

Calisma sicakligini azaltma teknik dzellikleri

Tablo 33. Calisma sicakligini azaltma teknik 6zellikleri

Calisma sicakligini azaltma Ozellikler

< 35°C (95°F) Maksimum sicaklik 950 metre (3.117 fit) Uzerinde 1°C/300 m (1°F/547 fit) oraninda duser.
35°C ila 40°C arasinda (95°F ila Maksimum sicaklik 950 metre (3.117 fit) Uzerinde 1°C/175 m (1°F/319 fit) oraninda diser.

104°F)

> 45°C (113°F) Maksimum sicaklik 950 metre (3.117 fit) Uzerinde 1°C/125 m (1°F/228 fit) oraninda duser.

Taze Havada Calisma

Tablo 34. Taze Hava calisma kisitlamalari

Sivi sogutmali

Hava sogutmali

NVMe SSD desteklenmez.

LRDIMM desteklenmez.

25 W Ustl PCle kartlari desteklenmez.
GPU karti desteklenmez.

3,5 in¢ sUrdct yapilandirmasi desteklenmez.

NVMe SSD desteklenmez.

LRDIMM desteklenmez.

25 W Ustl PCle kartlari desteklenmez.

GPU karti desteklenmez.

3,5 in¢ strtict yapilandirmasi desteklenmez.

2,5-ing, arka paneli olmayan yapilandirma, yalnizca maksimum islemci
200 Watt'lik islemci TDP’sini destekler.

e Yalnizca tek islemcili yapilandirmayi destekler. Cift islemci
yapllandirmasi destegi yoktur.
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